NEST

Neues Screeningtool fur eine effiziente Halbleiterfertigung

ffionen

Projektvolumen | 188.302
Projektlaufzeit | 01/2024 — 06/2025

Projektpartner | Fh IPMS-CNT; DIVE imaging
systems GmbH/PVA Vision GmbH

M

Das Ubergeordnete Ziel des Projekts war die Quantifizierung
der okologischen Einsparungen in der Prozesskette bei
Etablierung der Hyperspectral Vision Technologie als
produktionsbegleitendes Screeningtool fur die

Halbleiterfertigung.

Das berechnete Szenario, bestehend aus:

- 25k Wafer-starts mit 36k Testwafer und Einsparung von
25 % der Testwafer mit Reduzierung auf 27k Testwafer

ermoglicht eine Einsparung von 188 t CO, pro Monat. Bei

aktuell rund 25 Fertigungsstandorten deutschlandweit

entspricht dies 4.700 t CO,, im Monat.

Nicht berucksichtigt sind:

- die Erkennung von Prozessabweichungen und
Einsparungen bei Fehlproduktionen

- Steigerung der Ausbeute und Reduktion der Tool-
Belegung durch Kontrollwafer bzw. Einsparung des
Betriebs von dezidierten (Testwafer-)Tools

- Energetische Einsparungen, die durch den Entfall der
Aufbereitungsschritte von Kontrollwafern entstehen

- Energieverbrauch Fab-Overhead

- Reduktion des Chemikalien- und Wasserverbrauchs, der
zur Aufbereitung von Kontrollwafern notwendig ist

Weitere Einsparungen konnen sich bei einer hoheren
Reduzierung der Kontrollwafer uber die angenommenen
25 % hinaus ergeben.
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Arbeitsthese: Die nicht-invasive und hochprazise Inspektionstechnologie
der DIVE Imaging Systems GmbH (inzwischen PVA Vision GmbH) wird in
der Halbleiterherstellung zur Qualitatskontrolle eingesetzt und ersetzt
potenziell sogenannte Kontroll-Wafer, die in den Fertigungsprozess
eingeschleust werden, um daran die Gute einzelner Prozessschritte zu
prufen. Anhand einer beispielhaften 28nm Fertigung wurde von DIVE ein
Einspar-Potential an Kontroll-Wafern um 25% (9.000 Kontroll-Wafer)
prognostiziert.

Energy consumption in kWh/wafer (28N)
Methoden: Da reale Daten der
Fertigung nicht ermittelt werden I o P
konnten, wurde durch das

Fraunhofer IZM ein vereinfachtes

vorhandenes Prozessflussmodell M model e -o
fur eine 28nm CMOS-Fertigung
genutzt. Dieses Modell bildet den
elektrischen Energiebedarf der

Fertigungsma§chinen ap, Wei’Fere Die Okobilanzierung wurde mit
Prozessemissionen werden nicht Unterstltzung des Fraunhofer IZM,
erfasst. Dr. Lutz Stobbe erstellt.

serspektive

@ Hyperspectral Vision Systemlosungen

- sind eine neuartige Generation von
Inspektionstools fur die
Halbleiterfertigung. Die weltweit
einzigartigen Systeme verbinden
synergetisch die Vorteile der optischen
Spektroskopie mit denen der Bildgebung.
Zwischen der PVA Vision GmbH und
dem Fraunhofer IPMS-CNT sind weitere
Kollaborationen und Forschungsprojekte
geplant und initiiert.

Die Technologie wird mittelbar in den Markt eingefuhrt und weltweit verfugbar
gemacht. Im Rahmen von NEST wurde ein erstes DEMO-System etabliert und

qualifiziert.

PVA Vision GmbH Dr. Philipp Wollmann
Fraunhofer IPMS CNT Martin Landgraf
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